
深圳回收Micron镁光IC芯片

产品名称 深圳回收Micron镁光IC芯片

公司名称 深圳市东域电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 全国各地都可回收

联系电话 158****7035 158****7035

产品详情

将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L，MCM-C
和MCM-D 三大类。

MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高，成本较低。
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